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DESCRIPCION
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Este invento se refiere a un procedimiento
para la fabricacién de materiales thinclad, y especial-
mente de matérias laminares prensadas, para circuitos
impregos. 1

53 - Se conoqé para los circuitos impresos la
fiﬁacién,iparticulafmente a un material de base fun-
damentalménte; rigido'y aislante de laelectricidad,
de una lédmina metalica,‘la cual se fabrica en una
operacidn aparte. Empleando como material de base

10. materias iaminares prensadas hechas de papeles fend-
licos es ;ndispensable utilizar un adhesivo éara T
la unién con la lamina metllica. Empleando materias
laminares piensadas a base de epdxido huelga esta
capa de adhesivo. La l8mina ha de ser relativamente
gruésa, pafa que en la compresidn simulténea con'eli'

15. ' 1llamado “foliovde nficleo" de la materia laminar pren-

sada no se originen fisuras.

La fabricacibén de las l8minas metdlicas
en una operacidn aparte constituye un factor enorme
de costes., Las laminas, constitufdas la mayoria de

20 las veces por cobre, son necesariamente, como ya se
ha dicho, relativamente gruesas, de lo cual se deriva
un gran gasto de metal y un peso correspondientemente
alto. Ademds, al mordentar la gruesa capa de cobre

se produce debajo de la cubierta por ambos lados una

e



" gsubdecapacibn lateral correspondiente mas o menos .
o al espesor, la llamada "undercutting”. A la reduccidn
del espesor de la lamina de cobre se imponen limites
en virtud de que los costes de fabricacidn aumentan
5e fuertemente hagta debajo de cierto espesor, de que
se dificulta la manipulacibén y de que, por filtimo,
la l8mina sola no puede resistir la gran presién
necesaria para su compresidn con el folio de nficleo

de la materia laminar prensada.

' 10. Para reducir el espesor de la capa de
cobre y fabricar los materiales llamados "thinclad"
se ha propuesto aplicar una capa de cobre delgada

' (por ejemplo de unos 5 a 8 um[de espesor) por depo-

sitacién galvénica a un soporte de aluminio y después

13. ' de la unidén de la ldmina con el folio de nficleo de

la materia laminar prensada quitar el soporte. Por
los motivos de precio ocasionados por el soporte
de aluminio que se pierde como desecho y por los
problemas que involucra la retirada del soporte de

20, " aluminio la utilizagidn de este material estd limi-

tada, aunque en la industria existe gran demanda de
placas de circuto para la técnica de los conductores
finos. El decapamiento del soporte de aluminio ha

conducido en determinados dispositivos a explosiones

25¢ a causa de que en la desintegracifén quimica del alu-

mindio se origina gas detonante.

Este invento se cine a la tarea de evitar

los inconvenientes que se han resefiado de las cons-
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15.

25

trucciones conocidas y crear procedimientos para la
fabricacifn de materiales para circuitos impresos |
que se distingan por escaso precio, por espesor .
escasc, y que por tanto evite el "undercutting“,'ae
la capa metélica, que permitan reducir los costes
del mordentado, que no deban ser sometidos a procegos
peligrosos y caros como el de los soportes conocidos
que se ﬁacen de alum;nio o cobre, con los gue no
gurjan dificultades ni haya necesidad de operaciones
especiales_para la uni6n de la capa de cobre con la
materia laminar prensada y con los que no se pierda

material como desecho.

Dicha tarea se resuelve segfin el invento
mediante un procedimiento para la fabricacién de ma-
teriales thinclad para circuitos impresos qgue com-

prende los pasos siguientes:

- en proceso continuo, Se aplica una capa
delgada de metal a una l&mina constituida por materia

aislante;

- el material compuesto formado por la
capa de metal y la lamina se corta al mismo tamafio
aproximadamente que lds foliosde nficleo destinados

para la formacifn de la materia laminar prensada; -

- el material compuesto se coloca sobre uno
de los folios de nficleo externos con su capa de metal

hacia fuera:;



- y el material compuesto y los £olios de
nficleo se comprimen y se unen entre si, con empleo
de presién y eventualmente de temperatura elevada,

para formar un cuerpo homogéneo.

5e Como se ve, el procedimiento de este

invento permite aplicar una capa muy delgada de-
cobre o de otro metal sobre la materia laminar
prensada de manera que la la&mina de material aislante
forme una capa cobertora de la materia laminar pren-

10, sada, que no se pierda como desecho ningfin material,
que no surjan dificultades para la unidén de la capa
de metal con la materia laminar prensada y que no
haya necesidad de ninguna ope;acién aparte para

unir con una materia laminar previamente prensada

15. ' la l&mina portadora de la capa de metal.

Otras ilustraciones y variantes del
invento se dedﬁcen de la descripcidn que sigue de
unos ejemplos de realizacibn y de su representacién
en los dibujos adjuntos, asi como de las reivindica-

B

20, ciones anexas.
En los dibujos se muestra:

Fig. 1: una perspectiva de una lamina hecha de’

material aislante y forrada de metal.

Fig. 2: una perspectiva de un material de base
25. : en cuya cara superior y respectivamente
inferior una l&mina forrada de metal
como la de la figura 1 est8 aplicada en

contacto con el material de base.



Fig. 3: una perspectiva de una lé&nmina forrada

de metal por ambos 1ados;

FPig. 4: una perspectiva de un material de base-

sobre cuya cara superior estd aplicadg
Be una lémina forrada de metal y sobre cuya
cara inferior puede ap;icarse una l&mina

forrada ée metal como la de las figuras

1y 2, representada por lfnea de trazos.

Fig. 5: una perspectiva, parcialmente en seccidn,
108 . de un materiai de base cubierto por ambos
lados con l&minas forradas de metal como
la de la figura 1 y de un orificio,rforrado
galvénicamente de metal, que se extiende
transversalmente a través de las lé&minas

15 y el material de base.

Fig. 6: una represerthacifn esquemitica, en escala
ampliada, de la disposicifn de dos lé&minas
forradas de metal y de varios folios de
nficleo antes de su compresifn conjunta,

20.

conforme al invento, para formar un blogue

como el ilustrado en la figura 5.

. Fig. 7

Una representacifn esquemftica de un
revestimiento electroquimico de una

l&mina con metal.

254 El material compuesto 20 en forma de hoja,
dictil, que se representa en la figura 1 se compone

de una limina 21 no met&lica, relativamente delgada,
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hecha de pléstico por ejemplo, y de un revestimiento
metilico 22 aplicado a dicha l8mina. El revestimiento
o forro metdlico 22, cuya fabricacién se -describiré
mis adelante a tftulo de ejemplo al explicar la figura
7, tiene preferentemente un espesor de 0,1 a 100 um,
mientras‘que el espesor de la lamina es preferente-
mente de 20 a 200 um, aunque los espesores especificos
son preferentemente para €l precipitado metdlico de
5 um, 10 um, 20 ym y 35 ym y para la lé&mina de 50 um
o 100 um,

El material 20 representado en la figura
1 estd unido, como se ve en la figura 2, con el lado
de la lamina 21 a una materia'laminar prensada 23,
de la manera, conforme a este invento, que se des-
cribiri més adelante. El espesor de la materia laminar
prensada puede ser de 0,2 a 7,3 mm y preferentemente
es de 1,5 mm.

Como se indica con lineas de trazoé en
la figura 2, puede también estar aplicado a la otra
cara de la materia ;aminér prensada 23 un segundo

material 20 forrado ‘de metal.

La figura 3 muestra un material compuesto
31 ddctil y delgadq, forrado de metal por ambas caras,
con una ladmina interna 32, aislante de la electricidad,
y revestimientos metédlicos externos 33 y 34, aplicados
a ambos lados de dicha l&mina o precipitados sobre

ellos. El material compuesto 31 est& unido, como se
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ve en la figura 4, por una de sus caras met8licas

a la superficie de una materia laminar prensada 35.
En el otro lado de la materia laminar prensada 35 |
puede estar dispuesto un material compuesto 20, del
tipo que se representa mediante lineas de trazos en
las figuras 1 y 2; pero‘también puede estar aplicado

(no se representa) en el otro lado un material com-

puesto de doble reve;timiéhto como el de la figura 3.

La figura 5 muestra uniones conductoras
entre los revestimientos met8licos 22 de ambos lados
de la materia laminar prensada 23 y lasAléminas 21 -~
aplicadas a ellos., Esta comunicacidn transversal
puede hacerse empleando tanto para las lamin;s 21
como para el soporte 23 material catalizado en el
nficleo de mbdo que en un bafio quimico de metalizacién
se precipite metal (de preferencia, cobre) en la
paréd de un orificio que, como conductor tubular 36,
atraviese tanto las liminas 21 como la materia laminar
prensada 23. En el contorno del orificio no protegido
por un recubrimiento aislante se forman entonces en -
gonexién con los extremos del conductor tubular 36
espesamientos 37 a modo de platos que se adhiereh
en forma conductora a las revestimientos metélicos
22. .

La figura 6 muestra esquemdticamente cémo

se disponen uno respecto a otro los folios de nficleo

36, 37, 38 y 39, cortados al mismo tamafio, y los
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folios compuestos 20 (constituidos por la l&mina
aislante 21 y la capa metilica 22 segfin la figura
1) antes de que con empleo de presién suficiente-
mente prolongada, y eventualmente temperatura alta,
se los una entre sf{ formando una materia iaminar
prensada homogénea que presenta en ambos lados las

capas met8licas 22 de la figura 5.

Los folios de nficleo 36 a 39 estin cons-
tituidos por papel impregnado de resina o por otro
material apropiado. El espesor de los folios de nﬁcieo
antes de la compresién puede ser de 0;2 a 7,3 mm,
pero preferentemente es de 1,§ mm aproximadamente.

Las l3minas de los folios cobertores 20 pueden estar
Eonstituidas con ventaja por tejido de vidrio impreg-
nado de resina epéxida. El espesor de los folios
cobertores puede ser de 50 a 300 um y el del reves-
éimiento metilico de toda la superficie de 0,1 a

20 um,

Como se ve, la aplicacién de la capa
met&lica o las capas metdlicas se encuadra en una
sola operacibn con ia fabricacién de la materia laminar
prensada y no hay nada que se deba retirar como dese-
cho; al contrario, la limina o las laminas refuerzan
la materia laminar prensada y pueden implantarse

para lograr el espesor total de &sta.

La figura 7 muestra esquemiticamente un

revestimiento electrogquimico de una l&mina 67, la
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cual es conducida por un rodillo giratorio 68, pasando

por encima de los rodillos desviadores 69 a 73, pri-
meramente a travé@s de un recipiente de activacién 74,
luego, por encima de otros rodillos desviadofes 75 a .
78, a través de un recipiente 79 que contiene un baiio
quimico de metalizacibén 79 y por filtimo, por encima
de otros rodillos desviadores 81, 82 y 83, a un roq%i

e

llo giratorio 84 que’enrolla la lamina ya forrada.de

" metal.

Para 1aAactivacién dentro del recipiente
74 pueden emplearse soluciones metflicas, coloides
metélicos (coloide de cobre), grafito o lacas conduc-
toras, que por medio del conducto 85 y los dispositi-
vos 86 o 87 y 88 acﬁivan por una cara o por ambas
caras la lamina 67 para que en el bafio quimico de
metalizacién 79 el revestimiento met&lico (no repre-

sentado) se deposite sobre la lamina 67.

Despuds del paso de la limina 67 por el
bafio de metalizacibén 79, la l&mina 67 y el precipitado
metdlico son secados, neutralizados y endurecidos por
medio de dispositivos usuales para ello, no represen-
tados, en el intervalo entré los rodillos desviadores
81y 82,

Se ha revelado muy ventajosa la photb-
forming (6xido de cobre) sobre tejido de vidrio im-

pregnado de resina epéxida.

A continuacién se mencionan brevemente

algunos de los numerosos ejemplos de uso y realizacién
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particulares de este invento que no se han representado
en el dibujo.

El invento puede aplicarse tambi&n en
combinacién con el método llamado aditivo o con el
substractivo.

Para el uso con el método aditivo, se
produce primeramente un solo precipitado metdlico
delgado, que luego se lleva hasta el espesor necesario
por precipitacidn electrogalvénica antes o después
de la decapacitn de las zonas gque han de quedar como
conductores.

En el m&todo substractivo, en cambio,
se produce la capa met8lica en el espesor final
necesario y luego se decapan de la manera ordinaria
lag partes del revestimiento que no se han de emplear

como conductores.

En la eleccidn del material para la
l&mina que se ha de recubrir de metal debe cuidarse
de que pueda producirse una adherencia con él material
soporte de base,que ;/durante el revestimiento en alto
vacfo el material no desprenda vapores o que durante
el revestimiento electroquimico el material no sea
atacado inadmisiblemente por los agentes de activacién

o pof el bafio quimico de metalizacidn.

En calidad de laminas entran en cuenta

. especialmente los materiales sint&ticos termoplésticos;

las peliculas aislantes, reforzadas, por ejemplo, con
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tejido de seda de vidrio; y las pelfculas aislantes
que mediante presidn, calor o un disolvente se hacen

adhesivas para fijarlas al material de soporte.

Para el revestimiento met8lico de la
lamina pueden emplearse el cobre, la plata, el alu-

minio, el niquel, el oro, el cobalto ¥y los materiales

ferromagnéticos y sus aleaciones.

1.

A
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricacién de
materiales thinclad para circuitos impresos en el
que se aplica una capa metdlica a una materia laminar
prensada constitufida por por varios folios de nficleo

sobrepuestos, caracterizado por comprender los pasos

siguientes:

- se aplica, en proceso continuc, una capa
delgada de metal a una limina constituida por materia

aislante;

!
- el material compuesto formado por la capa

de metal y la limina se corta al mismo tamafio aproxi-
madamente que los folios de nficleo destinados para

la formacidn de la materia laminar prensada;

- se coloca el material compuesto, con su
capa de metal hacia fuera, sobre uno de los folios

de nficleo externos; y

- con empieo de presibn y eventualmente de
temperatura elevada, se comprimen y se unen entre si
el material compuesto y los folios de nficleo, para

formar un cuerpo homogé&neo.

2. Procedimiento segfin la reivindicacibén 1,

caracterizado por precipitarse sobre cada una de las

dos caras de la limina de material aislante una capa
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delgada de metal, en continuo, y aplicarse una de

las capas metdlicas a uno de los folios de nficleo

externos.
3. - Procedimiento segfin las reivindicaciones
5 1 & 2, caracterizado por emplearse como lidmina mate-

rial sinté&tico termopléstico.

[N

4. Procedimiento segln la reivindicacién 3,

caracterizado por emplearse una l&mina aislante re-

forzada, por ejemplo mediante tejido de seda de vidrio.

10. 5. Procedimiento segfin una de las reivindi-

caciones anteriores, caracterizado en gque para unir

la l&mina aislante a uno de los folios de nficleo
externos se la hace adhesiva mediante presién, calor

o un disolvente.

15. 6. Procedimiento segfin una de las reivindi-

caciones anteriores, caracterizado en que para el
revestimiento metdlico de la lamina se emplea cobre,
plata, aluminio, oro, hiexro, cobalto, materiales

ferromagnéticos o aleaciones.

20. 7. - Procedimiento segfn una de las reivindi-

caciones 1 a 6, caracterizado en que sobre ambos

folios de nficleo externos se aplican liminas provistas

de revestimiento metdlico y que dentro de orificios
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de las laéminas y de la materia laminar prensada
formada por los folios de nficleo se deposita galvé-
nicamente metal para establecer unién conductora de

la electricidad entre los dos revestimientos metilicos

8. Procedimiento para la fabricacién de mg-

terialeg thinelad para circuitos impresgos.

Segin se desgoribe y reivindica en 1a pye.
sente memoria degeriptiva que congta de 15 hojag £ou

liadas y esoritas a mdquina por una sola cara.

Madridsyne 29 Diciembre 1977
DPele

-
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